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摘 要

隨著數位系統的速度增快與供應電壓的降低，對於維持電源分佈系統的電源完整性變的越來越困難，我們為了保持電源供

應電壓的穩定性，必須確保電源分佈系統的低阻抗特性。當在較高的頻率下，平面特性較為複雜，電源或地平面的雜訊電

磁波會透過電源和地平面構成的平行板二維共振腔結構來傳播。我們藉由全波電磁軟體Sigrity PowerSI模擬與使用網路分

析儀Agilent E5071A量測實驗數據來驗證，使用不同結構的電源層與地層設計或是使用去耦合電容，能使得在較寬的頻帶

區域都能獲得低阻抗特性的電源分佈系統，以確保電源分佈系統的電源完整性，保持電源的穩定。

關鍵詞 : 電源分佈系統 ; 去耦合電容 ; 電源完整性
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